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Procede de fabrication d'une etiquette electronique et etiquette 
electronique obtenue par ledit procede 



La presente invention a pour objet un procede de fabrication d'une etiquette 
electronique ainsi qu'une etiquette electronique obtenue par la mise en ceuvre du 
procede de fabrication. Un autre objet de I'invention concerne une electrode de 
soudage permettant de mettre en ceuvre le procede de fabrication d'une etiquette 
electronique selon I'invention. Plus particulierement, I'invention concerne les 
etapes d'un procede de fabrication permettant de produire une etiquette 
electronique composee principalement d'un support fibreux tel que du papier et/ou 
du textile par exemple ou un support en matiere plastique, accueillant une puce 
electronique munie de deux plages de contact ainsi qu'une antenne constitute 
d'un fil conducteur. 

Les etiquettes electroniques sont des dispositifs pass'rfs ou eventuellement 
actifs qui peuvent echanger des donnees avec un lecteur adequat muni egalement 
d'une antenne. Dans le cas d'un dispositif passif, I'echange de donnees entre le 
lecteur et I'etiquette electronique se fait par couplage electromagnetique. Le 
champ radiant emis par I'antenne du lecteur permet de fournir I'energie necessaire 
au fonctionnement de la puce electronique comprise dans I'etiquette lorsque cette 
derniere se trouve a proximite du lecteur. 

De nombreuses applications sont susceptibles d'utiliser cette technique, on 
citera a titre d'exemple non limitatif la gestion d'un stock d'articles munis de telles 
etiquettes ou ('identification d'objets porteurs d'etiquettes electroniques. Ces 
etiquettes electroniques sont appelees a remplacer avantageusement les codes 
barre ou d'autres identifiant marquant les objets les plus divers afin d'optimiser la 
gestion de stock qui devient alors automatique ou d'optimiser tout autre traitement 
de donnees fournies par ces articles. 



WO 2005/093645 PCT/IB 20 04/00088 7 

2 

Une des difficultes rencontrees dans la fabrication de telles etiquettes 
reside notamment dans la fixation de I'antenne sur les plages de contact de la 
puce electronique integree dans I'etiquette. En effet cette operation est rendue 
difficile par la tres petite taille des puces electroniques utilisees dans de telles 
5 etiquettes. 

Des techniques connues utilisent par exemple la fixation avec une colle 
conductrice des extremites de I'antenne sur chacune des deux plages de contact 
de la puce electronique. D'autres techniques consistent a integrer, par serigraphie, 
I'antenne dans une feuille plastique et de laminer ensuite cette feuille sur le 

io support de I'etiquette accueillant la puce electronique. Ces techniques connues 
presentent certains inconvenients parmi lesquels on peut citer, dans le cas de 
rutilisation de colles conductrices, le fait que la colle doive etre appliquee de fa?on 
tres precise sur des surfaces tres petites. De ce fait, on ne peut eviter que la colle 
ne coule et provoque un court-circuit, rendant ainsi I'etiquette inutilisable, _ 

is Les techniques de laminage sont quant a elles difficiles et couteuses a 

mettre en oeuvre. 

La presente invention a pour but de proposer un precede de fabrication 
d'une ou de plusieurs etiquettes electroniques qui soit simple a mettre en ceuvre et 
qui permette de produire plus rapidement et plus avantageusement des etiquettes 
20 electroniques. 

Ce but est atteint par un procede de fabrication qui se distingue par les 
caracteristiques enoncees aux revendications 1 et 3. 

Un autre but de ('invention est d'offrir un outil, en particulier une electrode 
ou tete de soudage, qui permet la mise en oeuvre du procede de fabrication et qui 
25 se distingue par les caracteristiques enoncees a la revendication 7. 

Les buts, objets et caracteristiques de I'invention ressortiront mieux a la 
lecture de la description qui suit et qui fait reference aux dessins annexes dans 
lesquels : 
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La figure 1 illustre un chip electronique pour la realisation d'une etiquette 
selon I'invention. 

La figure 2 montre ('operation d'etirage d'un fil conducteur en vue de sa 
connexion sur le chip electronique. 
5 La figure 3 illustre en particulier Telectrode de soudage avant Toperation de 

soudage permettant la mise en oeuvre du procede selon I'invention. 

La figure 4 illustre le chip electronique durant I'operation de soudage du fil 
conducteur formant antenne. 

La figure 5 illustre de fagon schematique une variante de fabrication d'une 
10 etiquette electronique selon invention utilisant deux segments de fils conducteur 
pour realiser I'antenne. 

Reference est faite a la figure 1 qui illustre schematiquement une puce 
electronique 1 munie de deux plages de contact 2, 3. Les plages de contact (2,3) 
sont par exemple constitutes d'une protuberance en or ou en etain, generalement 

* 

15 appele 'gold bumper' ou 'solder bumber' selon la terminologie anglaise consacree. 
Les chips ou puces electroniques 1 utilises pour la realisation d'etiquettes 
electroniques selon I'invention peuvent etre des puces UHF passives, c'est-a-dire 
depourvues de source d'energie et qui sont alimentees par couplage 
electromagnetique grace a un lecteur (non represents) muni d'une antenne. La 

20 tension induite dans I'antenne de I'etiquette est rectifiee et sert a alimenter le chip. 
Typiquement les chips passifs disponibles sur le marche permettent de travailler a 
• une distance d'environ 4 metres et peuvent traiter environ 100 dispositifs par 
seconde. 

Un exemple de chips passifs pouvant etre utilises pour la realisation 
25 d'etiquettes electroniques selon I'invention sont ceux distribues sous la reference 
EM4222 de la societe EM Microelectronic - Marin S.A. 

Les dimensions de tels chips sont de I'ordre de 700 microns x 900 microns 
et la distance entre les plages de contact 2 et 3 est de I'ordre de 400 microns. Le 
diametre des plages de contact est de I'ordre de 80 microns. 
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Bien entendu, le procede de fabrication objet de I'invention peut sans autre 
etre applique a la realisation d'etiquettes electroniques utilisant d'autres chips 
electroniques comme des chips actifs ou des chips a hautes frequences par 
exemple, des lors qu'il y a lieu de connecter un condueteur formant antenne sur 

les plages de contact du chip. 

Dans la description qui suit, les etapes de fabrication sont decrites dans le 
cadre d'une fabrication manuelle d'une etiquette electronique. II est evident que 
toutes ces etapes peuvent etre automatisees partiellement ou completement par 
des moyens connus qui sortent du cadre de la presente demande et qui en 
consequence ne seront pas decrits en detail. 

A la figure 1, on a represents schematiquement un chip 1 adapte a la 
realisation d'une etiquette electronique dispose sur un posage plane. La face 
inferieure du chip 1 ne comportant pas de plages de contact est en contact avec 
la face superieure du posage. 

Pour realiser I'etiquette electronique, il est necessaire de connecter une 
antenne dipole ouverte sur les plages de contact 2, 3 du chip 1. L'anterine est 
constitute d'un fil condueteur 4, par exemple un fil de cuivre, dont le diametre est 
compris entre 50 et 100 microns. 

A la figure 2, un fil condueteur 4 est devide d'une bobine et amene en 
regard des deux plages de contact 2, 3 du chip 1 . Une fois que le fil 4 a atteint la 
longueur souhaitee pour former I'antenne, il est coupe a ses deux extremites A et 
B. 

La prochaine etape du procede de fabrication consiste a souder le fil 
condueteur 4 sur les deux plages de contact 2, 3. Ceci est realise grace a une 
electrode de soudage 5 dont la partie active presente une extremite munie d'un 
evidement 6 dans sa partie centrale. La largeur de I'evidement 6 correspond 
sensiblement a la distance separant les deux plages de contact 2, 3 et sa 
profondeur correspond au minimum a la hauteur des plages de contact 2, 3. A tit 
d'exemple, une telle electrode ou tete de soudage est representee 
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schematiquement a la figure 3 lorsqu'elle est positionnee a 1'instant qui precede 
I'operation de soudage. 

A la figure 4, la tete de soudage est pressee contre le fil conducteur. Sous 
I'effet de la chaleur et de la pression, le fil 4 est s'oude en une seule operation sur 

5 les deux plages de contact 2, 3. La partie de fil conducteur 4 situee entre les deux 
plages de contact 2, 3 va se deformer sous I'effet de la chaleur. De plus la 
pression exercee par la tete de soudure 5 sur le fil 4 aura tendance a accentuer 
cette deformation en augmentant la matiere entre les deux plages de contact 2, 3. 
Des essais ont montre que le fil conducteur 4 se deforme legerement et forme un 

io arc de cercle dirige vers I'evidement 6 de ('electrode de soudage. 

L'etape suivante consiste a couper le fil conducteur entre les deux plages 
de connexion 2, 3 a I'aide d'un outil de coupe approprie de maniere a eliminer le 
court-circuit forme durant la soudure du fil 4 sur les plages de contact 2, 3. 

On notera que 1'operation de soudure, grace a la forme de ['electrode 5 

15 comportant un evidement 6, permet de souder le fil 4 sur les deux plages de 
contact 2 f 3 en une seule operation ce qui est avantageux en terme de rapidite 
d'execution. En effet, dans d'autres procedes, chaque extremite du fil conducteur 
est soudee separement ce qui necessite deux operations de soudage distinctes 
avec la perte de temps qui en decoule. Grace a la configuration particutiere de la 

20 tete de soudage, en particulier la presence de I'evidement 6 dans sa partie 
centrale, on obtient une deformation du fil conducteur 4 apres I'operation de 
soudure qui facilite I'operation de coupe. En effet, la portion de fil 4 situee entre les 
plages de contact 2, 3 presente une configuration en arc de cercle dirige vers 
I'exterieur ce qui diminue le risque d'endommager le chip lors de I'operation de 

25 coupe du fil. 

Dans une variante du precede, illustree partiellement a la figure 5, le fil 4 
est prealablement coupe a la bonne longueur et au moins une partie de chacun 
des deux segments de fil 4 est amenee en regard de I'une des deux plages de 
contact 2, 3. Dans cette variante, ('operation de soudure est egalement unique et 



WO 2005/093645 PCT/IB2004/000887 

6 

permet de former I'antenne en une seule operation au cours de laquelte les deux 
segments du fil conducteur 4 sont soudees sur les plages 2,3 a I'aide de 

I'electrode de soudage 5. 

La derniere etape pour realiser I'etiquette electronique consiste a 
5 envelopper I'ensemble forme par le chip 1 muni de son antenne 4 dans deux 
couches d'un materiau adapte. Pour ce faire, toutes les techniques connues sont 
applicables, qu'il s'agisse de laminage a froid ou a chaud de deux feuilles d'une 
matiere fibreuse (textile ou papier) ou plastique, de collage a froid ou a chaud ou 
d'autres moyens permettant d'enfermer le chip 1 muni de son antenne 4 entre 

10 deux feuilles d'un materiau ad hoc. 

Dans une variante, I'etiquette electronique est uniquement constitute du 
chip 1 muni de son antenne et peut etre directement integree dans des objets 
divers comme des vetements par exemple. Dans ce cas, il n'est pas necessaire 
d'enfermer le chip muni de son antenne entre deux feuilles d'un materiau fibreux. 

15 Dans une autre variante, le fil conducteur 4 destine a former I'antenne de 

I'etiquette est enveloppe dans une gaine de fils textiles. Dans ce cas, le fil doit etre 
denude sur une courte distance avant d'etre soude sur les plages de contact 2, 3 
du chip 1 . 

Les etiquettes electroniques obtenues par ce procede sont rapidement 
20 fabriquees en partie grace a I'unicite de I'operation de soudage. Elles presentent 
par ailleurs une grande fiabilite, les risques de court-circuit entre les deux plages 
de contact etant reduits par rapport a d'autres techniques de fabrication. 
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Procede de fabrication d'une etiquette electronique comprenant un 
chip electronique (1) muni de deux plages de contact (2, 3) et un fil 
conducteur (4) destine a former une antenne, caracterise en ce que 
Ton depose le chip electronique (1) sur un support de 
maniere a ce que les plages de contact (2, 3) dudit chip soit 
situees du cote oppose a celui en contact avec le support, 
on deroule un fil conducteur (4) de maniere a ce qu'au moins 
une partie de ce fil soit positionne en regard des deux plages 
de contact du chip electronique (1), 
on soude le fil conducteur 4 sur les deux plages de contact 
(2, 3) en une seule operation de soudage. 



2. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon la 

revendication 1 , caracterise par le fait que Ton coupe la partie du fil 
conducteur (4) situee entre les deux plages de contact (2, 3) du chip 

0). 



Procede de fabrication d'une etiquette electronique comprenant un 
chip electronique (1) muni de deux plages de contact (2, 3) et un fil 
conducteur (4) destine a former une antenne, caracterise en ce que 
Ton decoupe le fil conducteur (4) en deux segments, 
Ton positionne au moins une partie de chacun des deux 
segments de fil conducteur en regard d'une plage de contact 
(2,3) du chip electronique (1) 
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que Ton soude en une seule operation de soudure les deux 
parties de segments sur les plages de contact (2,3) du chip 

(1)- 



4. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon Tune de 
revendications precedentes, caracterise par le fait que la soudure du 
ou des fils conducteurs (4) sur les plages de contact (2, 3) est 
effectuee au moyen d'une electrode de soudage (5) presentant a 
i'extremite de sa partie active un evidement (6) d'une largeur 
correspondant sensiblement a la distance comprise entre les deux 
plages de contact (2, 3). 

5. Procede de fabrication d'une etiquette electronique selon I'une des 
revendications precedentes, caracterise en ce que le chip (1) muni 
de son antenne (4) est integre entre deux feuilles d'un materiau 
fibreux ou plastique. 

6. Etiquette electronique comprenant un chip (1) et une antenne 
composee d'un fil conducteur (4) soude sur les plages de contact (2, 
3) du chip (1), caracterise par le fait qu'elle est fabriquee selon le 
procede objet de Tune des revendications 1 a 4. 

7. Electrode de soudage (5) pour la mise en oeuvre du procede de 
fabrication selon I'une des revendications 1 a 5, caracterise par le fait 
qu'elle comporte a I'extremite de sa partie active un evidement dont 
les dimensions correspondent sensiblement a I'espace compris entre 
les deux plages de contact (2, 3) du chip (1). 
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